
������

������
�� ������

��������

���
���

���
���

��

���
���

���
���

��

���
���

��

���
���

���
���

��������

��������

��������

�������� ��������

������

������

���Ñ�æ�”�0� 
�&�/�2�����,�%�!�$�
�&�2�%�%

�3�#�����
�����3�,�&

�ì
¶�·�ç
\�ˆ�0� 
�Ñ�å�¿�«�µ�C
Í�z�Ó�æ�Î�”�Ä�z
þ�v�x�œ�i
Ç�Z�z�¬�k�‡�p�� �F�w
÷�”�p�ì�A�{

�,
X�d�Ö�T�’	��“	Z� �̀w���t�z
\�ˆ	j
‹�z�½�£�¿�«�Í	.
Y�‡�p �� 
��p

�ì�A�D�ó�{

/ß�Ñ�å�«�±�”
æ �à 	H�R�w�Ê�¶�ç�â�Ç�¿�Ä�›
÷�”�º�t�e�L
自動終了、自動立ち上げで即生産可能。
基板搬送コンベアの上下部にフィルター、装置背面部に集塵機を設置。
安定したフラックス塗布とイージーメンテナンスを実現。
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プリヒート部には鉛フリー対応リフロー装置で高い実績を持つ熱風循環加熱方式を採用。
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Applicable from start to end of cell production
�!���C�Y�C�L�E���O�F���O�P�E�R�A�T�I�O�N���F�R�O�M���F�L�U�X���A�P�P�L�I�C�A�T�I�O�N�����P�R�E�
�H�E�A�T�I�N�G�����J�E�T���S�O�L�D�E�R�I�N�G���T�O���C�O�O�L�I�N�G���C�A�N���B�E��

�M�A�D�E���W�I�T�H���A���S�I�N�G�L�E���U�N�I�T���O�F���T�H�I�S���E�Q�U�I�P�M�E�N�T���)�T���A�L�L�O�W�S���O�N�E�
�M�A�N���O�P�E�R�A�T�I�O�N���O�F���P�R�E�P�A�R�A�T�I�O�N��

�F�O�R���P�R�O�D�U�C�T�I�O�N�����C�H�E�C�K���A�N�D���C�O�R�R�E�C�T�I�O�N���D�U�R�I�N�G���T�H�E���C�Y�C�L�E���F�R�O�M���L�O�A�D�I�N�G���T�O���U�N�L�O�A�D�I�N�G���O�F���T�H�E��

�S�U�B�S�T�R�A�T�E��

• Fluxer Section�à Nozzle unit mounted in the system
�2�E�M�O�T�E���T�E�R�M�I�N�A�T�I�O�N���A�N�D���R�E�M�O�T�E���S�T�A�R�T���O�F���T�H�E���E�Q�U�I�P�M�E�N�T�����W�H�I�C�H���E�N�A�B�L�E�D���T�H�E���E�Q�U�I�P�M�E�N�T��

�R�E�A�D�Y���T�O���S�T�A�R�T���P�R�O�D�U�C�T�I�O�N���&�I�L�T�E�R�S���A�R�E���M�O�U�N�T�E�D���O�N���T�H�E���T�O�P���A�N�D���U�N�D�E�R�S�I�D�E���T�H�E���S�U�B�S�T�R�A�T�E��

�C�A�R�R�Y�I�N�G���C�O�N�V�E�Y�E�R���A�N�D���T�H�E���D�U�S�T���C�O�L�L�E�C�T�O�R���M�O�U�N�T�E�D���O�N���T�H�E���B�A�C�K���O�F���T�H�E���E�Q�U�I�P�M�E�N�T�����W�H�I�C�H��

�E�N�A�B�L�E�D���S�T�A�B�L�E���F�L�U�X���A�P�P�L�I�C�A�T�I�O�N���A�N�D���E�A�S�Y���M�A�I�N�T�E�N�A�N�C�E��

• Circulating hot air pre-heater
�#�I�R�C�U�L�A�T�I�N�G���H�O�T���A�I�R���H�E�A�T�I�N�G���S�Y�S�T�E�M�����P�R�O�V�E�N���E�F�F�I�C�I�E�N�T���I�N���L�E�A�D�
�F�R�E�E���R�E�F�L�O�W���S�O�L�D�E�R�I�N�G��

�E�Q�U�I�P�M�E�N�T�����I�S���A�D�O�P�T�E�D���F�O�R���P�R�E�
�H�E�A�T�I�N�G��

• Mr. Flip solder bath, i.e. Tamura's best-seller solder bath, is mounted.

WAVE SOLDERING SYSTEM FOR CELL PRODUCTION (WITH Mr.FLIP)
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SC33-27SLF
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Applicable from start to end
of cell production

�“�����7����SPECIFICATIONS
SC33-27SLF

対象基板
Applicable boards

MAX  W330×L400×t2   (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

部品高さ
Component hight

上面 Upper MAX.  100mm以下
下面 Lower MAX.      6mm以下

入力電源
Power source AC200V±10%-50/60Hz-3φ 33kVA 95A

搬送角度
Conveyor angle

4.5°固定（基板脱着部は水平）
Fixed at 4.5°

装置寸法
Dimensions of machine W1200×L2750×H1500(mm)

装置質量
Weight 約 Approx. 1850kg

はんだ容量（Sn100%）
Soldering capacity (Sn100%) 約 Approx.   490kg
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SC33-27SLF



スプレーフラクサー部
Spray fluxer zone

冷却部
Cooling zone

はんだ槽部
Solder bath zone

プリヒート部
Preheate zone
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